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Wer wird mit dem Seminar "Leiterplatten 24 ...ChemischeProzesse
in der LP-Fertigung" angesprochen ?

Das Verständnis für das CAD-Design und die Fertigung von Leiterplatten 
ist weitestgehend von mechanischen Eigenschaften geprägt.
Die überwiegende Anzahl der Prozeßschritte in der Produktion ist jedoch 
von chemischen Reaktionen und dem Einsatz chemischer Substrate 
geprägt. Die Beschichtung der Leiterplattenoberfläche mit einem Metall 
erfolgt mittels eines chemischen Vorgangs. Das Ätzen der Leiterbild-
struktur ist technisch nichts anderes als das Auflösen eines Metalls in 
einem geeigneten chemischen Reagenz.
Die physikalischen Eigenschaften von Basismaterialien finden ihren 
Ursprung in der chemischen Zusammensetzung des Dielektrikums.

Die Erfordernis, nimmt zu, tiefergehendes Wissen und Verständnis für 
chemische Prozesse zu haben. Leiterplatten werden Säuren und Laugen 
ausgesetzt. Erdalkali- und Alkalimetalle, Halbmetalle, Nichtmetalle und 
Edelgase finden sich in Lacken, Loten, Flußmitteln und Vergußmassen 
ebenso, wie in allen elektronischen Komponenten.

"Leiterplatten 24 ...ChemischeProzesse in der LP-Fertigung" 
erläutert die allgemeinen und grundlegenden Eigenschaften chemischer
Reaktionen. Ausgehend vom Verständnis für das Periodensystem der 
Elemente über typische chemische Reaktionen werden die wichtigsten 
Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten erklärt.
Ergänzend sind Sicherheitsanforderungen im Umgang mit chemischen 
Stoffen inklusive der Anforderungen an das Handling und die Entsorgung  
Teil des Seminarinhalts.

Das Seminar ist auch für CAM-Bearbeiter/innen der LP-Hersteller von 
Bedeutung, weil es die Zusammenhänge zwischen den Anforderungen 
an Leiterplatten und der chemischen Disposition erläutert.
Es fördert damit auch das partnerschaftliche Miteinander auf der Linie 
"CAD - CAM - Leiterplatte - Baugruppe".

Die Darstellung der Themen ist interessant für alle Entscheidungs-
träger im Bereich Design und Leiterplatte, deren Aufgabe es ist,
das Produkt "Baugruppe" führend und beratend zu begleiten. 1
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Atome & Co

Atome als Grundelemente für alle 
Materialien. Atommodelle.
Die Funktion von Protonen und 
Neutronen als Teilbestandteil eines 
Atoms. Atomkern, Atomhülle, Atom-
masse und Räume innerhalb von 
Atomen als Ausgangspunkt für das 
Verständnis physikalischer und 
chemischer Reaktionen.
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Periodensystem der Elemente

Eine Übersicht in die Einordnung 
chemischer Elemente im Perioden-
system an Hand der Definition der 
Ordnungszahlen.
Gruppierung nach Erdalkali- und 
Alkalimetallen, nach Metallen, Halb-
metallen, Edelgasen und radioak-
tiven Elementen.

Chemische Bindungen

Varianten für die Bindung von 
Atomen untereinander.
Ionische Bindung  auf Grund elek-
trostatischer Anziehungskräfte, die 
Atombindung über Elektronenpaare 
und die metallische Bindung über 
Valenzelektronen. Komplexe Bin-
dungen über Zentralionen
und Liganden.
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Reaktionsgleichungen

Eine Einführung in die Formelspra-
che der Chemie.
Die Summenformel als beschreib-
ende Gleichung für die Reaktion 
von Atomen und Molekülen.
Niederschlags- und Umkehrreak-
tionen.

Moleküle 2

Molekülverbände als reaktive che-
mische Grundstoffe für komplexe 
Substrate.
Definition und Funktion von Mono-
meren, Oligomeren, Polymeren und 
Isomeren. Erläuterung des mol-
Wertes, des pH-Wertes und der
Dissoziation.

Moleküle 1

Moleküle als Verbund aus gleichen 
oder unterschiedlichen Atomen und 
ihre reaktiven Eigenschaften.
Wertigkeiten und Reaktivitäten 
chemischer Elemente.
Modellvorstellung der Ionisierung 
von Atomen durch einen Mangel 
oder Überschuß von Elektronen.
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Ionentransfer

Kathodisch-Anodische Abscheidung 
von Kupferionen in elektrischen 
Feldern.
Grundprinzip der Metallabscheidung 
auf Leiterplatten für das  Kontaktie-
rungskupfer und die chemischen 
Endoberflächen.

Fachbegriffe

Eine Zusammenstellung/Übersicht 
zu den wichtigsten Fachbegriffen 
aus dem Bereich der Chemie und 
der Physik.
Übersetzung und Herkunftsnach-
weis der Begriffe zum besseren 
Verständnis des Wortsinns.

Fertigungsablauf

Am Beispiel eines 6-Lagen-Multi-
layers Hinweise auf Fertigungs-
schritte in der Leiterplattenproduk-
tion, die direkt oder indirekt maß-
geblich von einem chemischen 
Prozeß abhängig sind.
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Aggregatzustände

Feststoff, Flüssigkeit und Gas (und 
Plasma) als elementare physika-
lische Eigenschaften von chemi-
schen Substraten.
Oberflächenspannung, Adhäsion, 
Hydrophilie und Hydrophobie als 
wichtige Einflußfaktoren auf die 
Qualität von Leiterplatten. 
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Handling von Chemikalien

Lieferzustand, Handhabung von Ge-
binden für die industrielle Nutzung.
Richtige und sichere Lagerung von 
Chemikalien.
Hinweise zur fachgerechten Ent-
sorgung von Chemikalien in einem 
industriellen Umfeld.
Exemplarische Datenblätter.

Gefahrstoffkennzeichnung

Gefahrstoffsymbole in alter und 
neuer (seit 06/2015) Symbolik nach 
dem GHS-Schema. Gesundheits-
schädliche und brandgefährdende 
sowie feuergefährliche Stoffe.
Allgemein notwendige Schutzmaß-
nahmen beim Umgang mit Chemi-
kalien.
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Chemische Verbindungen

Eine Übersicht zu den wichtigsten 
chemischen Verbindungen, die in 
der Leiterplatten- und Baugruppen-
produktion zum Einsatz kommen 
können.
Säuren, Laugen, Oxide, Hydroxide. 
Natrium-, Kalium-, Chlor- und Kup-
ferverbindungen. Lösungsmittel.

Chemie & Leiterplattentechnik 2

Kupferätzen mit Ammoniumsulfat 
zur Strukturierung des Leiterbildes.
Zinnstripper auf der Basis von 
Salpetersäure zur Entfernung von 
Metallresisten.
Galvanotechnisches Kontaktieren 
von Leiterplatten als komplexe 
Reaktionskette.

Chemie & Leiterplattentechnik 1

Fotolaminat mit UV polymerisieren.
Entwickeln mit Natriumcarbonat und 
Strippen mit Kaliumhydroxid und 2-
Amino-Ethanol.
Quellen mit R-N-Metyl-2-Pyrrolidon 
und Desmear mit Natriumperman-
ganat. Neutralisieren mit Schwefel-
säure.
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Dielektrika

Grundstoffe für die Fertigung der 
Dielektrika von Basismaterialien.
Bismaleimid, PEEK, PTFE, Epoxyd  
und Polyimid.
Epichlorhydrien und TBBA als Basis 
für FR4. Härter für FR4 mit Phenol 
oder mit Dicyandiamid. Hinweise 
auf Gefahrstoffe und Verarbeitung.
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Endoberflächen 1

Schichtdicken von Endoberflächen 
aus Zinn, Nickel, Gold, OSP, Silber 
und Palladium. 
Übliche Schichtaufbauten für ENIG, 
ASIG und ENEPIG.
Informationen zu zulässigen Lager-
zeiten bis zur Verarbeitung in der 
Baugruppenproduktion. 

Endoberflächen 2

Einsatzbereiche, Vor- und Nachteile 
von Endoberflächen mit Perspektive 
auf die Produktion, das Löten und 
die Montage elektronischer Bau-
gruppen.
Die Kontamination von Lötflächen 
als Fehlerquelle für eine ungenü-
gende Benetzung mit Lot.
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Datenblatt für die Vergoldung

Exemplarische Dokumentation für 
den Prozeß und die Vorgehens-
weise bei der Prozessierung einer 
chemischen Oberfläche am Beispiel 
der chemischen Vergoldung. 
Einblick in die Komplexität des che-
mischen Reaktionsprozesses und 
die einzuhaltenden Sicherheitsvor-
schriften.

Laboranalyse

Prozeßkontrolle aller chemischen 
Arbeitsgänge für die Fertigung von 
Leiterplatten.
Regelmäßige und fachgerechte 
Laboranalysen zur Sicherung der 
Qualitätsstandards in der Produk-
tion. Analysetechniken. 

Entsorgung

Aufbereitung von Abwassern aus 
der Leiterplattenproduktion als Vor-
bereitung für eine umweltfreundliche 
Entsorgung. Neutralisierung mit 
Säuren und Laugen.
Kolorometrische Bestimmung des 
Kupfergehaltes. Aufbereitung von 
Schlämmen. 
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Ihr Referent Arnold Wiemers Seit 1980 selbstständig als 
Softwareentwickler für die Kalkulation, den 
Fertigungsablauf und die Fertigungsleitsteue-
rung von Leiterplatten.

Ab 1983 angestellter Geschäftsführer für den
Fachbereich CAD der ILFA GmbH, Aufbau 
der  CAM in den 1990er Jahren und ab 2000 
Technologieberatung für komplexe Leiter-
platten.

Seit 2009 Mitinhaber und Technischer 
Direktor der LA-LeiterplattenAkademie 
GmbH mit Sitz in Berlin.

Diverse Fachveröffentlichungen. Referent für Seminare, Konferenzvor-
träge und Workshops zum Thema Leiterplattentechnologie (MFT, MPS, 
Impedanz, Multilayersysteme, Designregeln, Gerber, LP2010).
Mitarbeit am Schulungskonzept der entsprechenden Fachverbände.
Vom IPC zertifizierter CID, CID+, CIS 6012, Tutor und Trainer. ZED.
Aktives Mitglied im AK-Design des ZVEI.
Förderung der Ausbildung an Berufs-, Fach- und Hochschulen. 

Die LeiterplattenAkademie
Die Sicherung des Standortes Deutschland in Europa und der Erhalt der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit setzt sowohl die systematische als 
auch die kontinuierliche Qualifikation der Mitarbeiter/innen eines Unter-
nehmens voraus.

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Industriegesellschaft und ihre 
technologische Kompetenz am Weltmarkt wird (auch) durch die Qualität 
ihrer Elektronikprodukte bestimmt. 

Das erfordert eine fachlich hochwertige Aus- und Weiterbildung.

Die zentrale Aufgabe der LeiterplattenAkademie ist, das Fachwissen aus 
den Bereichen der Schaltungsentwicklung, des CAD-Designs, der CAM-
Bearbeitung, der Leiterplattentechnologie und der Baugruppenproduktion 
in Seminaren, Workshops und Tutorials zu vermitteln. 9
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10Änderungen vorbehalten

Seminare und Teilnahmegebühren

Das Seminar wird derzeit in der Kombination 

Leiterplatten 37 ...Impedanzdefinierte Leiterplatten: Analyse 
und Charakteristik von Impedanzen auf Leiterplatten 

Leiterplatten 24 ...Chemische Prozesse in der LP-Fertigung

Leiterplatten 50 ...Basismaterial: Eigenschaften von 
Basismaterialien für die Produktion von starren, flexiblen und 
starrflexiblen Leiterplatten

Leiterplatten 54 …LeiterplattenVerifikation: Strategien, 
Vorgaben und Möglichkeiten für die Verifikation von 
unbestückten Leiterplatten

als 2-Tages-Seminar unter dem Namen "Leiterplatten-Spezialwissen" 
durchgeführt.

Gebühren

Präsenz-Seminar: 890,00 € zzgl. MwSt. pro Person. Enthalten sind 
ausführliche Seminarunterlagen, das Teilnahmezertifikat, Mittagessen 
und Getränke.

Online-Seminar: 810,00 € zzgl. MwSt. pro Person. Enthalten sind 
ausführliche Seminarunterlagen und das Teilnahmezertifikat. 

InHouse: Unser Seminar in Ihrem Haus

Für InHouse-Schulungen gestalten wir Ihnen gerne ein individuelles 
Angebot.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage an inhouse@leiterplattenakademie.de

mailto:inhouse@leiterplattenakademie.de
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Die LeiterplattenAkademie

Die LA - LeiterplattenAkademie GmbH ist eine Schulungs-
und Weiterbildungseinrichtung für die Fachbereiche  

Schaltungsentwicklung
CAD-Design
CAM-Bearbeitung
Leiterplattentechnologie
Baugruppenproduktion

Die Akademie versteht sich als Partner für öffentliche 
Einrichtungen und Unternehmen der Wirtschaft, die in 
vergleichbaren Feldern engagiert sind.

LA - LeiterplattenAkademie GmbH
Schlesische Str. 12
10997 Berlin

Telefon (030) 34 35 18 99
eMail info@leiterplattenakademie.de
Internet www.leiterplattenakademie.de

mailto:info@leiterplattenakademie.de
http://www.leiterplattenakademie.de/

